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(57)摘要

本发明公开一种可挠式发光二极管组件及

发光二极管灯泡，该发光二极管组件包含有弯曲

灯管、基板、发光二极管芯片、导电区段、以及导

电线。其中，基板设置于该弯曲灯管内并包含第

一表面、第二表面、及终端；发光二极管芯片形成

于该第一表面之上；导电区段形成于该第一表面

之上；导电线形成于该第一表面之上且向外超出

该弯曲灯管，并电连接该发光二极管芯片。
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1.一种可挠式发光二极管组件，其特征在于，包含：

灯管，包含开口；

可挠式透光基板，设置于该灯管内，包含：

第一表面，具有终端；

第二表面，相对于该第一表面；以及

第一导电区段与第二导电区段，彼此分离并形成于该第一表面上；发光二极管芯片，电

连接该第一导电区段与该第二导电区段；

第一波长转换层，设于该第一表面之上，覆盖该发光二极管芯片、该第一导电区段、及

该第二导电区段，并暴露该第二导电区段的部分；

第二波长转换层，位于该第二表面之上，并对应该发光二极管芯片及该第一导电区段，

以及

导电线，形成于该第一表面之上且向外超出该灯管，并电连接该发光二极管芯片；

其中，该第一导电区段与该第二导电区段具有不同宽度，该第二导电区段暴露的部分

具有最大的宽度，且对应于该第二导电区段暴露的部分的该第二表面没有该第二波长转换

层。

2.如权利要求1所述的可挠式发光二极管组件，其中，该发光二极管芯片为高电压芯

片。

3.如权利要求1所述的可挠式发光二极管组件，其中，该发光二极管芯片为倒装芯片，

通过锡膏固着在该第一导电区段与该第二导电区段上。

4.如权利要求1所述的可挠式发光二极管组件，其中，该第一导电区段相对于该发光二

极管芯片所发出的光为透光材料。

5.如权利要求1所述的可挠式发光二极管组件，其中，该第一导电区段与该第二导电区

段未超出该终端。

6.如权利要求1所述的可挠式发光二极管组件，其中，该第一导电区段与该第二导电区

段包含ITO或银。

7.一种发光二极管灯泡，其特征在于，包含：

灯管，包含开口；

可挠式透光基板，设置于该灯管内，包含：

第一表面，具有终端；

第二表面，相对于该第一表面；以及

第一导电区段与第二导电区段，彼此分离并形成于该第一表面上；发光二极管芯片，电

连接该第一导电区段与该第二导电区段；

第一波长转换层，设于该第一表面之上，覆盖该发光二极管芯片、该第一导电区段、及

该第二导电区段，并暴露该第二导电区段的部分；

第二波长转换层，位于该第二表面之上并对应该发光二极管芯片及该第一导电区段，

以及

导电线，形成于该第一表面之上且超出该终端，并电连接该发光二极管芯片。

8.如权利要求7所述的发光二极管灯泡，其中，该发光二极管芯片为倒装芯片，通过锡

膏固着在该第一导电区段与该第二导电区段上。
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9.如权利要求7所述的发光二极管灯泡，其中，该发光二极管灯泡还包含中央旋转轴，

自平行于该中央旋转轴的方向观之，该可挠式透光基板为弧形。

10.如权利要求7所述的发光二极管灯泡，其中，该可挠式透光基板的厚度小于150um。
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可挠式发光二极管组件及发光二极管灯泡

[0001] 本申请是中国发明专利申请(申请号：201410460339.X，申请日：2014年09月11日，

发明名称：可挠式发光二极管组件及发光二极管灯泡)的分案申请。

技术领域

[0002] 发明涉及一种可挠式发光二极管组件，尤其是涉及可用于全周光应用的发光二极

管组件。

背景技术

[0003] 目前生活上已经可以看到各式各样LED商品的应用，例如交通号志、车尾灯、车头

灯、路灯、电脑指示灯、手电筒、LED背光源等。这些商品除了必要的LED芯片制作工艺外，都

必须经过重要的封装程序。

[0004] LED封装的主要功能在于提供LED芯片电、光、热上的必要支援。LED芯片这样的半

导体产品，如果长期暴露在大气中，会受到水汽或是环境中的化学物质影响而老化，造成特

性上的衰退。LED封装中，常用环氧树脂来包覆LED芯片作为有效隔绝大气的方法。此外，为

了达到更亮更省电的目标，LED封装还需要有良好的散热性以及光萃取效率。如果LED芯片

发光时所产生的热没有及时的散出，累积在LED芯片中的热对元件的特性、寿命以及可靠度

都会产生不良的影响。光学设计也是LED封装制作工艺中重要的一环，如何更有效的把光导

出，发光角度以及方向都是设计上的重点。

[0005] 白光LED的封装技术更是复杂，除了要考虑热的问题之外，还需要考虑色温(color 

temperature)、演色系数(color  rendering  index)、荧光粉等问题。而且，如果白光LED是

采用蓝光LED芯片搭配黄绿荧光粉来实施时，因蓝光的波长越短，对人眼的伤害越大，因此

需要将蓝光有效阻绝于封装结构之中，避免蓝光外漏。

发明内容

[0006] 为解决上述问题，本发明的实施例公开有一种可挠式发光二极管组件，其包含有

一弯曲灯管、一基板、一发光二极管芯片、一导电区段、以及一导电线。其中，基板设置于该

弯曲灯管内并包含一第一表面、一第二表面、及一终端；发光二极管芯片形成于该第一表面

之上；导电区段形成于该第一表面之上；导电线形成于该第一表面之上且向外超出该弯曲

灯管，并电连接该发光二极管芯片。

[0007] 为解决上述问题，本发明的实施例公开有一种发光二极管灯泡，其包含有一弯曲

灯管、一可挠曲基板、一发光二极管芯片、一导电区段、以及一导电线。其中，弯曲灯管包含

一开口；可挠曲基板位于该弯曲灯管内，包含有一表面及一终端超出该开口；一发光二极管

芯片设置于该表面之上；一导电区段，设置于该表面之上；以及一导电线，形成于该表面之

上且超出该终端，并电连接该发光二极管芯片。

说　明　书 1/6 页

4

CN 111640736 B

4



附图说明

[0008] 图1为本发明的一实施例的LED组件100的立体示意图以及一些位置中的切面图；

[0009] 图2为图1中，沿着两终端的方向的一种剖视图；

[0010] 图3A与图3B为图1中的LED组件100的上视图与下视图；

[0011] 图4为本发明一实施例的LED灯丝的示意图；

[0012] 图5为本发明另一实施例的LED灯泡的示意图；

[0013] 图6为本发明又一实施例的LED灯泡的示意图；

[0014] 图7为本发明一实施例的采用一LED灯丝的一照明装置的示意图。

[0015] 符号说明

[0016] 100  LED组件

[0017] 102、104  表面

[0018] 105 导电区段

[0019] 106 可挠式透明基板

[0020] 108  蓝光LED芯片

[0021] 110、112 荧光粉层

[0022] 114、116 终端

[0023] 120、124  侧壁

[0024] 130  LED  灯丝

[0025] 200  LED  灯泡

[0026] 202  灯泡基座

[0027] 204  灯罩

[0028] 206  支撑架

[0029] 207 导电线

[0030] 208  LED驱动电路

[0031] 212 中央旋转轴

[0032] 300  LED灯泡

[0033] 400  照明装置

[0034] 404 导电线

[0035] 410 半透明弯曲灯管

[0036] A、B、C  剖视图

具体实施方式

[0037] 图1为依据本发明的一实施例的LED组件100的立体示意图以及一些位置中的切面

图。如图所示，LED组件100是一种可挠式结构，可卷曲成一个卷带(reel)，其视需用情况，可

剪成适当的长度，作为一照明装置(譬如说灯泡)其中的主要光源。图1中包含有剖视图A、B

与C，分别显示LED组件100在三个不同位置的切面图。

[0038] LED组件100包含有一可挠式透明基板106。在一实施例中，可挠式透明基板106为

不导电的透明材料所构成，如玻璃或树脂。可挠式透明基板106具有面对相反方向的表面

102、104以及位于表面102、104间的侧壁120、124。如同图1所示，可挠式透明基板106大致为
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一长条状，具有两终端114与116。在此说明书中，透明仅仅用来表示可以透过光线，其可能

是完全透明(transparent)或是半透明(translucent,or  semitransparent)。可挠式透明

基板106在表面102与104之间的厚度，可以是150um或是更薄。

[0039] 图2为图1中，沿着两终端114与116的方向的一种剖视图。图3A与图3B为图1中的

LED组件100的分别针对表面102与表面104的侧视图。

[0040] 可挠式透明基板106的表面102上形成有导电区段(conductive  section)105。举

例来说，导电区段105可以通过印刷电路的方式形成在透明基板106的表面102上；或是通过

光掩模(mask)的方式将预先设计好的导电层图样形成在表面102之上，步骤包含先在可挠

式透明基板106的表面102上先涂布成一导电层后，根据光掩模上预先设计的导电层图案在

表面102上通过光致抗蚀剂经过蚀刻的方式，将导电层的图案形成在表面102上，其中导电

区段105还可划分出不同的导电区段105。而导电区段105的成分可以为相对于LED组件100

所发出的光而言为透光材料的成分，例如ITO或是银薄膜。

[0041] 在本发明的实施例中，以蓝光LED芯片108为例，固着于表面102的导电区段105上

的每一蓝光LED芯片108可仅包含单一发光二极管，其顺向电压约为2～3V(下称「低电压芯

片」)；或是包含数个串联在一起的发光二极管，其顺向电压大于低电压芯片，例如12V、24V、

48V等(下称「高电压芯片」)。具体言之，高电压芯片是通过半导体制作工艺在一共同基板上

形成数个彼此电连结的发光二极管单元(即至少具有发光层的发光二极管结构)，这多个发

光二极管单元无个别基板而是共同形成于一共同基板之上，此共同基板可以为外延成长基

板或非外延成长基板。

[0042] 在其他实施例中，在LED组件100的表面102上还固着有非蓝光的其他种颜色的LED

芯片(未显示)。举例来说，在一实施例中，表面102上不仅有蓝光LED芯片108，还包含有一或

多种LED芯片(未显示)，例如红光LED芯片、绿光LED芯片、黄光LED芯片等，以混成产生适当

颜色或色温的光线。此外，全部或部分的LED芯片也可以用LED封装体取代。

[0043] 在图1、图2、图3A中，蓝光LED芯片108在可挠式透明基板106上沿着两终端114与

116形成的纵轴方向排成一列。蓝光LED芯片108的阳极与阴极，分别与两个相邻的导电区段

105电连接。因此多个蓝光LED芯片108彼此以导电区段105串联在一起，电性上可以等效为

一个具有高顺向电压的发光二极管。但是本发明并不局限于此，在其他实施例中，表面102

上包含蓝光LED芯片108或是其他种颜色的LED芯片排列成各种图案，并且各个芯片之间的

电连接包含有串联、并联、或是同时具有串联与并联混合的连接方式。

[0044] 在一实施例中，蓝光LED芯片108是通过锡膏，以倒装的方式将蓝光LED芯片108固

着在导电区段105上。锡膏同时提供蓝光LED芯片108在导电区段105上的机械性支撑以及与

导电区段105之间的电连接。尽管锡膏几乎不透光，但因为其所占的体积很小，所造成遮光

的效应几乎可以忽略。而在另一实施例中，蓝光LED芯片108是通过异方(各向异性)导电胶

固着在导电区段105上；在形成导电区段105之后，将异方导电胶涂布在导电区段105上，接

着将蓝光LED芯片108以倒装的方式贴附在异方导电胶上，使蓝光LED芯片108以异方导电胶

固着在导电区段105上。在其他实施例中，蓝光LED芯片108以共晶合金或银胶，电连接到导

电区段105。

[0045] 在另一实施例中，蓝光LED芯片108也可以是设置于可挠式透明基板106的表面102

上没有导电区段105的部分，而再通过其他电连接方式与导电区段105电连接。实施上，例如
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将蓝光LED芯片108直接固着于基板106的表面102或是基板106上非导电性的散热材料上，

接着再以打线的方式电连接导电区段105与蓝光LED芯片108。

[0046] 在蓝光LED芯片108上方有一荧光粉层110，作为一波长转换层。荧光粉层110的构

成材料可以是树脂或是玻璃，其中混合有波长转换材料，如荧光粉或染料，可以受蓝光LED

芯片108所发出的部分蓝光(主波长(dominant  wavelength)介于430nm‑480nm)所激发，而

产生黄绿光(主波长介于430nm‑480nm)，其中黄绿光与剩余的蓝光更适当地混成白光。图1

只是一个示意图，在一例子中，LED组件100因为所覆盖着的荧光粉层110中的荧光粉，可能

无法如同图1所示的看到荧光粉层110下的蓝光LED芯片108。如果荧光粉层110的构成材料

是树脂，此树脂可以是热可塑性树脂、热固性树脂或光固性树脂。在其他实施例中，这树脂

可以是环氧材脂、丙烯酸树脂或硅酮树脂。

[0047] 在图2与图3A中，蓝光LED芯片108被荧光粉层110完整覆盖，但荧光粉层110没有覆

盖所有的导电区段105。在图2与图3A的实施例中，荧光粉层110包含多种长度与大小的区

块，每个区块沿着两终端114与116连结的方向延伸并排列成一直线。区块与区块之间有大

约固定的距离，其间显露出导电区段105的部分。如图1中的剖视图C所示，导电区段105没有

被荧光粉层110所覆盖而被显露出来。

[0048] 荧光粉层110可以用贴附的方式贴在蓝光LED芯片108上。在其他实施例中，荧光粉

层110是以点胶的方式，形成区块在蓝光LED芯片108上。其中，每个区块可以只覆盖一个或

是多个蓝光LED芯片108；也可能某一区块只有覆盖一个蓝光LED芯片108，而另一区块覆盖

了多个蓝光LED芯片108。荧光粉层110的材料，可以是树脂或是硅胶，并在其中混杂有单色

或多色的荧光粉材料，例如，YAG、TAG或包含有Sr、Ga、S、P、Si、O、Gd、Ce、Lu、Ba、Ca、N、Si、Eu、

Y、Cd、Zn、Se、Al等成分的黄色荧光粉材料或绿色荧光粉材料。举例来说，荧光粉层110的材

料，可以是环氧材脂、丙烯酸树脂、或硅酮树脂。荧光粉层110中荧光粉材料可以是石榴石荧

光粉、硅酸盐荧光粉、氮化合物荧光粉或氧氮化合物荧光粉。荧光粉材料也可以是钇铝石榴

石荧光粉(YAG)、铽铝石榴石荧光粉(TAG)、铕活化碱土族硅酸盐荧光粉(Eu‑activated 

alkaline  earth  silicate  phosphor)、或硅铝氧氮化合物荧光粉(Sialon)。

[0049] 荧光粉层110的厚度以及所形成的区块大小，会影响LED组件100的可卷曲程度。举

例来说，如果荧光粉层110越厚，或是所形成的区块如果越大(覆盖的蓝光LED108越多)，那

LED组件100就可能越难卷曲或曲率越小。

[0050] 如同图2与图3B所示，相对于设于表面102上的荧光粉层110，荧光粉层112设于表

面104上，并且荧光粉层112的材料与形成方法可以跟荧光粉层110的材料与形成方法类似

或是相同，以作为另一波长转换层。在图3B的LED组件100中，荧光粉层112也分成数个区块，

排成一列，而彼此的距离大致固定。基本上，每个蓝光LED芯片108所在相对应表面104的位

置上，都至少有一区块的荧光粉层112。只是，一区块的荧光粉层112可能对应到单一个蓝光

LED芯片108、或是对应多个蓝光LED芯片108、或是对应到单一个区块的荧光粉层110、或是

对应到单一个区块的荧光粉层110。简单的说，每个蓝光LED芯片108都会被表面102上的荧

光粉层110以及表面104上的荧光粉层112所包夹。在别的实施例中，也可以选择性的只设置

荧光粉层110于表面102上而不设置荧光粉层112。并且荧光粉层110与荧光粉层112的材料

可以是相同或者不同的材料，或者包含相同化学元素但是受光激发之后可以发出具有不同

波长的光的材料。
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[0051] 在一实施例中，表面102上有红光LED芯片(未显示)，其被荧光粉层110以及表面

104上的荧光粉层112所包夹。在另一个实施例中，覆盖在表面102的红光LED芯片上的，不是

荧光粉层110，而是大致上透明且不含或仅含少量(相对于前述实施例)荧光粉的材料层，例

如硅胶、环氧树脂等；而红光LED芯片在表面104的相对位置上，没有荧光粉层112或仅有少

量(相对于前述实施例)荧光材料。

[0052] 如同图1中的剖视图所示，可挠式透明基板106上另具有二侧壁120与124，位于表

面102与104之间，侧壁120与124上并未覆盖或仅局部覆盖荧光层。

[0053] 制作上，可以用任何切割工具，譬如剪刀，对LED组件100进行裁切，将荧光粉层110

未覆盖处的导电区段105割断。如此，LED组件100可以形成数个LED灯丝，每一LED灯丝是可

挠的。图4显示一依据本发明所实施的一LED灯丝130，其两端有两个没有被荧光粉层110所

覆盖的导电区段105，用以电连接一驱动电源的正负端，以控制使LED灯丝130中的LED芯片

发光。

[0054] 图5显示一LED灯泡200，其中使用了依据本发明所实施的LED灯丝130。LED灯泡200

有一灯泡基座202、一灯罩204、支撑架206、导电线207以及LED灯丝130。灯泡基座202可以是

一爱迪生标准螺旋灯座(Edisonbase)，其中包含有一LED驱动电路208。灯罩204固着于灯泡

基座202上，在灯罩204与灯泡基座202之间形成一容置空间。LED灯丝130被支撑架206固定

在容置空间中，支撑架206可以是实质上透明或者对于LED灯丝130所发出光线为大致上透

明的材料，以达到减少遮光的效果。LED灯丝130可以弯曲成具有一个小缺口的圆，而此圆大

致跟灯泡基座202与灯罩204所在的一中央旋转轴212相垂直。除了支撑架206之外，两导电

线207也可以提供LED灯丝130机构上的支撑，并将LED灯丝130两端裸露的导电区段105，电

连接到灯泡基座202内的LED驱动电路208。因此，LED驱动电路208可以通过导电线207以及

导电区段105，驱动LED灯丝130中的蓝光LED芯片108，使其发光。

[0055] LED组件100的优点包含有：

[0056] 1 .可减少蓝光漏光现象：在实施例中，对于每一蓝光LED芯片108所产生的光线而

言，光线行进的方向除了在面对侧壁120与124的方向之外，其他的方向会碰到荧光粉层112

或荧光粉层110。也就是说，蓝光LED芯片108所产生的光线，在未经荧光粉层的情形下，只有

可能从侧壁120与124离开LED组件100。然而，经过本案发明人实验观察，当侧壁120与124够

细，亦即表面102与104之间的厚度够薄，譬如小于150um，蓝光LED芯片108所产生的光线就

不易由侧壁120与124察觉到。

[0057] 2.六面发光：每个蓝光LED芯片108的上下左右前后六个方向，都大致上没有不透

明物所阻挡，所以可以六面发光。

[0058] 3.存储方便：制作完成LED组件100后，可以卷成卷带或是滚轴，方便库存管理。

[0059] 4 .长度可调：适当的选择可挠式透明基板106的材质，就可能只要用剪刀或是刀

片，就可以裁剪。

[0060] 5.LED数量可调：依据之后应用所需用的顺向电压，就可以裁切出包含有适当数量

LED芯片的一LED灯丝。举例来说，如果每两个裸露导电区段105之间串接有3个蓝光LED芯片

108，那很简单的就可以剪裁出带有3的整数倍数量的蓝光LED芯片108的一灯丝。如果每两

个裸露导电区段105之间只有一个蓝光LED芯片108，那任何整数的蓝光LED芯片108的一灯

丝都可以被剪裁出来。
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[0061] 6.组装简单：可以简单地用焊接的方法固定LED灯丝与导电线207，并可以选择性

地设置支撑架206在不同的位置将LED灯丝130支撑在灯泡内部空间之内，再将驱动电源电

连接到LED灯丝两端的导电区段105便完成灯具的组装。

[0062] 7.适于全周光灯具：以图5中的LED灯泡200为例。因为LED灯丝130大致被弯曲成相

对于中央旋转轴212而言没有方向性差异的一圆形，而且其中的每个蓝光LED芯片都可以提

供六面光，在灯罩204没有被不透明材质覆盖的条件下，LED灯泡200为一基本上可发出全周

光的灯具。

[0063] 尽管图5中的LED灯泡200，其中的LED灯丝130大致被弯曲成圆形，但是本发明并不

限于此。LED灯丝130可以被弯曲成任意形状、使用于适合的照明设备。图6显示LED灯泡300，

其中的LED灯丝130被弯曲成一曲线形或弧形，由两导电线支撑于一灯泡内部空间中。在图7

中的LED灯泡400，包含一个被放置于一透明或半透明弯曲灯管410中的LED灯丝130，其中

LED灯丝130顺着灯管410的内部通道而弯曲。位于LED灯丝130两端的导电区段105，则焊接

到导电线404或电连接到一插头(未显示)。驱动电源(未显示)可以通过导电线404或插头，

使LED灯丝130发光。在另一个实施例中，LED灯丝130也可以作为灯串字(channel  letter)

的光源。

[0064] 如同先前所述的，依据本发明所实施的LED组件，其中的LED芯片不必然都是蓝色

的，也可能是有其他种颜色的LED芯片。此外，并非所有的蓝光LED芯片都必须被同一种荧光

粉层所覆盖。在一实施例中，有些蓝光LED芯片108被荧光粉层110所覆盖，而有些蓝光LED芯

片被带有不同荧光粉的另一荧光粉层所覆盖。

[0065] 以上所述仅为本发明的优选实施例，凡依本发明权利要求所做的均等变化与修

饰，都应属本发明的涵盖范围。
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图2

图3A

图3B
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图4

图5
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图6

图7
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